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ABSTRAK

Elektroplating merupakan prases pelapisan logam demgan logan iain dalam suati
lerutan elekmrolit dimana ariis searah yang dialirkan melalui anode dan katoda alan
menimbulkan reaksi reduksi dan olsidosi sehingga hahan anoda akan tergerus dan
melapisi hahan katoda. Kualilas produl elekroplating sangat dipengarubi oleh
beherapa faktor antara lam jents bahan yong digumaken dan pemilian paramerer
prosesnye. Tufuan dari penelitian ini wlalah ik mengeralnd pengarnh waktu tahan
celup terhadap kilap dan ketebalan lapisan. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan material plat baju karbon tinggi sebagai katoda dan tembaga sebagai
ariodu. Persiapan bahan ketoda dilakukan mulai dari memolong bahan, meratakan
dan pemolesan permukacn denge mesin dan kertas gerinda. Proses plating dilakeike
denean voltase 7 Volt, dan menggunakan variasi waktu (ahan celup selama 3, 7 dan
0 detik, Beanda hasil elektroplating Remudian diufi nilal kifap lapisanmpa dengan gloss
meter dan ketebalan lapisammya dengan thickness gouge. Hasil penguftan kilap
menmjukkan balnwa dengor wektu plating 5 detik diperoleh nilai kifop sebesar 134.7
GL, waktu plating 7 detik diparnleh nilai ilap sebesar 133, 7GU, dan walktu plating
O detik diperoleh nilai kilap sebesar [29.5 GUL Sedanghan pengufian kelebalan
mernmjukkan hahwa dengan wakru plaring 3 detik diperoleh ketebealun fapisan sehesar
0,202 um, wakiu plating 7 detik diperoleh ketehalan sebesar (1. 270 um, doar wakin
plating 9 detik diperoleh ketebalan sebesar 0294 um.
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PENDAHULUAN

Logam baja karbon tingzi memegang
peranan yang cukup penting dalam dunia reka-
vasa leknik moderen karena logam memiliks sifat
uler, keras serta merupakan penghantar listrik
vang baik. ‘letapi kualitas serta kemampuan
logam dapat mengalami penurunan akibeat korost
Banyak hal yang dilakukan untuk mencegah
korosi, salah satunya dengan pelapisan
permukasn dengan logam lain,

Tembaga (Cu) merupakan logam yang
banyak sekali digunalkan karena mempunya sifat
fisik dan mekanik yang baile, dimana titik lebor
(melting point) adalah 1.083 °C, dan titik didih
adalah 2.5%5 *C. Logam ini lunak, ulet, tetapi
cukup kuat. Sifat hantaran arus dan panas
tembaga juga cukup baik sehingga banyak
dipalcai sebagai konduktor punas dan listik vang
hak. Ternbagz memiliki sifat kimia vang baik yaitu
tahan terhadap asam. Dalam udara lembab,
lapisan di permukaan tembaga perlahan-lahan
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membentulk selaput tipis kehijauan yang dapat
melindung logamdan serangan kowosi, Teimbaga
digunakan sebagai bahan pelapis karena dapat
menulup pennmukaan bahan vang dilapis dengan
padat tanpa porositas. Penggunaun tembaga
cukup menjanjikan sebapa pelapis baja karbon
tinepd, vaitu baja karbon yang mempunyal unsur
karbon 0,60% —1,7%. Baja karbon tinggi ini
mempuiryal kekoatan culkup tinggi dan banyak
digumakan untuk material alat bantu. Salah satu
aplikasi dari baja ini adalah dalam pembuatan
kawat baja dan kabel baja. Baja karbon im
juga banyak digunakan dalam pembuatan
pegas, alat-alat perkakas sepert palu. gergajl.
pahat potong dan poros (Amstead BH, 1995).

Dalam teknologi pengerjaan loguam, pro-
ses elektroplating termasuk ke dalam proses
pengerjaan akhir atan mefal finiching. Fungs
ularma dan pelapisan logam adalah memper-
baiki penampilan dekorarif dan memperbak
kehalusan atau bentuk permukaan logam dasar
Sclain iny, pelapisan logam juga dapal digunakan
untuk metindungt logam dasar dari bahaya
korosi,

Elektroplating merupakan proses pela-
pisan logam dengan logam lain dalam suatu
larutan clektrolit dengan, Pada proses pelapisan
clekiroplating, suatu henda yang skan dilapisi
berfungsi schagal katoda dan benda pelapis
sehapai anoda. Baik anoda dan katoda dicelup-
kan ke dalam larutan elektrolit yang memprnynai
konzentrasi tertennl. Kermudian arus hstrik seursh
dialirkan ke dalam lanstan rersebut sehingga ion-
1on pada unoda skan Lerural ke dalam lamtan,
Setclah melalui proses kimia dalam lartan, 1on-
ion logam dari anoda akan melapist benda
katoda. Banyaknya ion yang dinraikan tergan-
tung dari beberapa taktor, antara lain besamya
arus yang dialirkan, rapat arus, pH laruran, subu
lnrutam, bentuk elekiroda, weungan antar anoda
dan katoda, dan lama wakt pencelupan.

Berdasarkan urian di atas maka penghlian
i dilakukan untuk memabami taktor-faktor vang
mernpenganihi proses elekmoplating baja karbon
tingeg yang dilapisi lembaga, terutama pengarh
waktu penahanan celup terhadap kilap dan
ketehalan lapissrmys.

TINJAUAN PUSTAKA

Iacla proses clekiroplating terjadi reaksi
elektrokimia, yaitu reaksi yang menghasikan
transier bentuk enarg listik menjadi enerpt kimia
atau sebaliknya. Dalam proses elaktroplating,
pemberian arus listrik akan menimbulkan reaks:
redulesi-oksidasi. Dengan kata lon, energ histnk
diubah menjadi energr kimia

Konsep elektroplating adalah reaksi kimia
yang dihasilkan oleharus listok. Terminal vang
memberikan arus dalam larutan disebur dengan
elektroda. Elekiroda vang mengalaini proses
kamia reduksi adalah katoda, sedangkan yang
misnealamy proses kimia oksidast adalah anoda.
Pada kedua elektroda terjadi proses perpin-
dahan jon, dan katoda ke anoda bermuatan
negatildischut anion, sedanglkan dari anoda ke
katoda bermuatun positl'discbut kation, Larutan
tempat lerjadinya proses ini disebut elektrolil.
Gambar 1 menunjukkan skema proses clektro-
plating. Pada sistem i, sel elekirolit yang
digumakan udalah larutan CuSO,, tembaga numi
sebagal anoda dan benda yang akan dilapisi
schagai katoda, yaitu baja karbon. Proses plating
dimula denpan mencehipkan anoda dim katoda
lee dalam bak yang benisi larutan CuS0O, denpan
konsentasi tertenty. Kemudian arus dialirkan ke
dalam larutan lersebut sehingga benda katoda
akan lerlapisi dengan tembaga, Proses pelapisan
dapat terjudi karena elektron yang lepas dan
alome-atom rembaga meningealkan anoda yung
kemuchan masuk ke dalam larutan sebagai ion-
ion tembaga. Dalam hal ini di anoda logam
ternbaga lejadi reaksi kimia dan di katoda Cu™
direduksi. Atomi-atom  tembaga (Cu) akan
menjadi Cu*™ di anoda dan kemudian Cu*”
direduksi menjadi atom-atom Cu. Logam Cu
selanjutnya akan menempel pada katoda
sehingen benda terseburt dilapisi dengan tembuaga.

Reaksi yane terjadi pada proscs pelapisan
dapal terjadi scbagai berikur

Cu— Cu* +2c (Anoda) ..o il

Clektron vang lepas dan atom-atom
tembaga meninggalkan aneda yang kemudian
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masulk ke dalam larutan scbagal ion-ion tembiaga.
Cu*t+2e —» Cu (Katoda) .....cconver 2]

Elektron bergerak dari anoda ke katoda
beraksi dengan ion-ion Cu menjadi ion-ton
temnbaga yang melamsi katoda.
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Gambar 1. Proses Reduksi dalam
Inrutan elekirolit

Studi tenrang elekoroplating telah berkem-
hang sejuk pesat, namun perkembangannya
masih membutuhkan banyvak studi lanjutan
temutama untuk memahami pengaruh parameter
prosesava terhadap kualitas produknya.
Risyanto (2006) yang menshili proses
clelcroplating tembaga mkel=krom pada bahan
aluminiam 1100 danmenemukan balwa semakin
lama waktu celup elektroplating akan meng-
hasilkan berat lapisan yang makin ting. Semaldn
lama waktu celup clektroplating juga akan
menghasilkan lapisan yang makin lebal,

Hasil produk pada proses elektroplating
lergantung pada proses persiapan bahan sebe-
lum plating. Hartomo Anton J (1995) dalam
hukimya melaporkan bahwa dalam melakukan
elekrroplating, benda yang dilapis tidak boleh
begitu saja dicelupkan ke hak tanpa perlakuan
terlebih dahulu. Akan tetapi. peromukaan benda

harus dibersihkan dan dipoles sehingea permu-
kaonnya terbehas dari scgala jenis kolorman.

Produk elekrroplating juga digunakan
nnmik keperluzm dekoratif. Riyanto (2013) dalam
studinya mengatakan bahwa pelapisan per-
mulkaan vang mengulamakan keindahan yang
mengkilap, dapat dilakukim dengan memberkan
lapisan Nike] dan Krom. Selain memben warna
yang indah dan mengkilap, lapisan Nikel yang
dipadu dengan Krom juga dapat memberi per-
lindung:m korosi bagi suatu logam. Pembenan
lapisan Krom menjadikan bahan lebih keras dan
tuhin aus serta tahan terhadap kimiawi.

Mesldpun banyak penelitian relah dilaku-
lcan terhadap proses elektroplating, tetapi stdi
elekiroplating termbaga pada baja karbon tmggn
masih terbuka dan membutuhkan banyak
pepelitian lagi.

METODE PENELITIAN

Prosedur penelitian ini dapat dilihat pada
diagram alir peaelitian seperti pada Ganbar 2,
yang diawali dengan penyiapan alat dan bahan,
proses elckrroplating, dun diakhin dengan
evaluasi nilai kilap dan ketebalan lapisan hasil
produk clcktroplating. Pada langkah preireat-
ment, dilakukan pembersihan spesimen scbelum
melalui proses elektroplating. Pembersihan
dilaloukan untuk menghaluskan dan mengkilap-
kan permulkaan spesimen agar didapatkan hasil
pelapisan tembaga yang baik. Kemudian, proscs
pelapisan baja karbon demgan ternbaga di dalam
larutan elektrolit dilakukan dengan menggunakan
arus listrik DC dengan tegangan konstan 7 Volt
serta variasi waktu tahan celup sebesar 5 detik,
7 detik, dan 9 detik. Sctelah proses plating
selesai dilakukan. pengujian dilakukan untuk
mengetabui tinglat kualitas darl baban yang relah
diplating. Pengujian yang dilakukan adalab
pengujian nilai kilap lapisan dan pengujiun
ketebalan lapisan,
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Gambar 2. Diagram alir penclitian

Baja karbon tinggi sehagai hahan katoda
vang digunakan pada penclitian ini dapat dilibat
pada Gambar 3, dengan dimensi panjang 4.0
vm, lebard. 5 em, dan ketebalan 1.5 cm. Gambar
terscbut diambil sebelum mengalami proses
penghalusam permukaan. Bahan tembaga yang
digunakan sebagai anoda atau bahan lapisan
dapal dilihat pada Gambar 4. Bahan kimia yang
akan dilarmikan dalam proses elekrroplating
adalaty:

- Aquiades (H.O); 90 liter

- brass Salt (CuZn): 5 ke/90 liter uguades

- Potasium Cyanide (KKON): 3 biji/90 fiter
aguades

- Amonick (NH.): 5 miditer

Gambar 4. Tembaga

HASIL DAN PEMBAIIASAN

1. Pengujian Kilap (Gloss)

Pengujian i dilakoakan uatuk mengetahui
tngkat kilap (gloss) lapisan spesimen. Adapun
pengamatan kilap lapisan dilaloukan dengan sudur
sinar 60° dengan cara menyinari permukaan
spesimen mengpunakan gloss merer. Lasil vang
diperoleh dan 3 spesimen adalah seperti pada
Tabel 1. Dan data tersebut maka diperileh grafik
hubungan anlars wakiupencelupan dengan tinekat
kilup spesimen seperti dimnjuldean pada Cambar
5. Dan hasil pengupian kalap padaspesimen dengan
vanasi waktu 5 detik diperoleh nilas kilap sebesar
1347 U, waktu celup 7 detik diperoaleh nilai
icilap sebesar 133,77 G, dan waktu cclup 2 detik
diperoleh milai kikip sebesar 129.5 (71 Hasil ini
menunjukkan bahwa semakin lama penahanan
waktu cclup akan menumunkan tingkat kilap pada
spesimen. Hal ini rmungkin dikarenakan karena
ams yang mengalir semakim besar sehingga
mengakibatkan panas pada elektron yany lepas
dan atoni-atom lembaga menempel pada katoda
dan menyebabkan wama hitam atau coklat pada
5 pesincn.

Tabel 1. Data hasil pengujian kilap

Vollase Woakiu celup ' Glass Unit |
(Volt) (detik) Gy |
7 5 134.7
7 7 133.7
Gambar 3. Spesimen baja karbon tinggi 7 9 129.5
o0 Pengaruh Waktu Tahan Celup terhadap Nilai Kilap dan Ketebulun Lapisan Tembaga
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Gambar 5. Husil pengujian kilap dengan
variasi wakin celup

2. Penpujian ketebalan

Penguiian ketebalanim difakukan unluk
mengetahui tebal lapisan vang terdapat pada
spesimen dengan menggunakan (hickness
pance. Adapun pengamatan tehal lnpisan vang
terdapal pada spesimen dilakukan dengan
menitikkan thickness gauge pada pernmukaan
spestmen. Hasil ketebalan lapisan vang diparolety
tercantum pada Tabel 2. Dart hasil pengujian rebal
lepisan pada spesimen dengan variasi wakiu
cehip 5 detik dipercleh ketebalim lapisan sebesar
0.202 pm, waklu cclup 7 deuk diperoleh
ketebalun lapisan sebesar (0.270 pm, dan waktu
celup 9 detik diperaleh ketebalanlapisan sebesar
(0.294 pm. [dan hasil tersebut maka diperoleh
hubungan antara waltu celup dan ketebalan
lupisan seperh pada Gambar 6. Hasil m
menunjikkan balwa semakin lama penambahan
witklu puda proses pencelupan maka akan
semakin tchal lapisan tcmbaganya. Hal ini
rmumgkin karena semakin lamawakn celup maka
sernakin banyak ion tembaga vang menempel
pada katoda sehmngea lapisan yung lerbentuk
semakin lebal.

Waktu Eetebalan Lapisan (jun)
celup | T -
@etik) | t | 2| 3| & |5 B2
rita
5 021|018 1021 | 021 | 0200202
7] ﬂ,?ﬁ:ﬂ,l?iﬂ,lﬁ 0271 027 | G270
9 030 | 0,28 | 031 | 0,30 | 028 [ 0294
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Gambar 6. Ketebalan lapisan dengan
variasi walklu

KESIMPUIAN

Dram hasil data ckspenunen vang diperoleh
maka dapat disimpulkan:
. Dun pengupan kilap dengan gloss mefer
diperoleh hasil bahwa semakim lama waktu
pencelupan akan mempengarohi arus
sehingoa mengakibatkan spesimen menjadi
hitam atau coklat pada specimen.
Dari pengujian kerebalan lapisan diparoleh
hasilbahwa semakin lama waktu pencelupan
pada proses elektroplating maka akan
memperoleh ketebalan lapisan vang makin

]
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